
O를 선도하는
우리는 10 년 이상의 경험을 가진 전문 PCB 제조업체입니다. 제품은 단일, 양면, 다층 PCB, 유연한 PCB 및 MCPCB를 제공합니다. 우리는 빠른 프로토 타입 서비스를 제
공 할 수 있습니다. 24 시간 내에 S / S, 48-96 시간 근무 시간에 4-8 층. 
（HDI PCB 제조업체 중국）

구리판 구멍 최소 .025 AVG, .020 분 구멍이 막히지 않아야 함 

무색 투명한 거품 필름, 25 PCS / bag, 측면에 건조제를 넣고 상단에 습도 표시기 카드를 넣습니다

자세한 내용은 다음을 클릭하십시오.

제품 설명

PCB P / N 878284-E
레이어 수 6L HDI 
재료 FR-4 TG180 
보드 thk 3.80mm 
구리 thk 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1oz 
가장 작은 구멍 크기 0.1MM 
구멍 수 (pc에스) 725 
라인 w /에스 8 / 8mil 
임피던스 제어. Y / N (톨 %) 엔 
표면 마무리 : ENIG Au 0.075-0.125UM 
솔더 마스크 실크 스크린 매트 그린 / 화이트 
싱글 보드 크기 희미한 X (mm) : 51; 희미한 Y (mm) : 37.7 

패널화 희미한 X (mm) : 244; 희미한 Y (mm) : 145; UPS
없음 : 12 

특수 : 박피 마스크 엔 
라우팅 / 펀칭 CNC 

https://www.o-leading.com/kr/products/HDI-pcb-Printed-circuit-board-Quick-turn-pcb-Printed-circuit-boardQuick-turn-pcb-Printed-circuit-boa.html










패널 도금 금 도매

우리 팀

https://www.o-leading.com/kr/products/High-quality-pcb-manufacturer-HDI-pcb-Printed-circuit-board.html




인증





포장 및 배송
포장 세부 사항 16 년 전문 OEM pcb 보드 제조업체 
납품 세부 사항 7-12 일 

자주하는 질문
1. O-Leading은 어떻게 품질을 보장합니까? ENIPIG HDI 제조업체 중국
우리의 고품질 표준은 다음과 같이 달성됩니다. 
1. 프로세스는 ISO 9001 : 2008 표준에 따라 엄격하게 제어됩니다. 
생산 공정 관리에 소프트웨어의 광범위한 사용 
3. 최첨단 테스트 장비 및 도구. 예 : 플라잉 프로브, X-ray 검사, AOI (Automated Optical Inspector) 및 ICT (in-circuit
testing). 
4. 실패 사례 분석 프로세스를 갖춘 전용 품질 보증 팀 
5. 연속 직원 교육 및 교육 

2. O-Leading은 어떻게 가격 경쟁력을 유지합니까? 
지난 10 년 동안 많은 원자재 (예 : 구리, 화학 제품)의 가격이 두 배, 세 배 또는 네 배로 상승했습니다. 중국 화폐 인민폐는 미국 달러보다 31 % 상승했습니다. 노동 비용
도 크게 증가했습니다. 그러나 O-Leading은 가격을 안정적으로 유지했습니다. 이는 비용 절감, 낭비 방지 및 효율성 개선이라는 혁신에 전적으로 달려 있습니다. 우리의 가
격은 동일한 품질 수준에서 업계에서 매우 경쟁력이 있습니다. 
우리는 고객과의 상생 파트너십을 믿습니다. 비용과 품질면에서 우위를 점할 수 있다면 우리의 파트너십은 상호 이익이 될 것입니다. 

3. O-Leading은 어떤 종류의 보드를 처리 할 수 ​​있습니까? 
일반 FR4, 고 TG 및 무 할로겐 보드, Rogers, Arlon, Telfon, 알루미늄 / 구리 기반 보드, PI 등 

https://www.o-leading.com/kr/products/High-Quality-PCBs-china-oem-pcb-board-manufacturer-china-HDI-pcb-Printed-circuit-board.html


4. PCB 생산에 필요한 데이터는 무엇입니까? 
Gerber 274-X 형식으로 데이터를 제공하는 것이 가장 좋습니다. 또한 Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP ​​및 Eagle도 처리 할 수 ​
있습니다. 

5. 다층 PCB의 일반적인 프로세스 흐름은 무엇입니까? 
재료 절단 → 내부 드라이 필름 → 내부 에칭 → 내부 AOI → 멀티 본드 → 레이어 스택 업 압착 → 드릴링 → PTH → 패널 도금 → 외부 드라이 필름 → 패턴 도금
→ 외부 에칭 → 외부 AOI → 솔더 마스크 → 구성 요소 마크 → 표면 마무리 → 라우팅 → E / T → 육안 검사.


